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-0.45 V 
元素 质量 原子 

    百分比 百分比 

Cu K 88.60 93.55 

Sn L 11.40 6.45 

 
 

 
-0.50 V 
元素 质量 原子 

    百分比 百分比 

Cu K 84.01 90.75 

Sn L 15.99 9.25 

 
 
-0.60 V 
元素 质量 原子 

    百分比 百分比 

Cu K 74.73 84.67 

Sn L 25.27 15.33 

 
 
 
-0.70 V 
 
元素 质量 原子 

    百分比 百分比 

Cu K 67.90 79.80 

Sn L 32.10 20.20 

 
 

 
 

-0.80 V 
元素 质量 原子 

    百分比 百分比 

Cu K 44.27 59.74 

Sn L 55.73 40.26 
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-0.81 V 
元素 质量 原子 

    百分比 百分比 

Cu K 38.08 53.46 

Sn L 61.92 46.54 

 
 

 
-0.82 V 
元素 质量 原子 

    百分比 百分比 

Cu K 33.04 47.97 

Sn L 66.96 52.03 

 
 
-0.83 V 
元素 质量 原子 

    百分比 百分比 

Cu K 26.10 39.74 

Sn L 73.90 60.26 

 
 

 
-0.84 V 
元素 质量 原子 

    百分比 百分比 

Cu K 24.42 37.64 

Sn L 75.58 62.36 

 
 

-0.85 V 
 

元素 质量 原子 

    百分比 百分比 

Cu K 23.71 36.73 

Sn L 76.29 63.27 
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